W trosce o sprawne i rzetelne przygotowanie ofert, ktadziemy szczegolny nacisk na dostarczenie kompletnych danych potrzebnych do wyceny oraz produkgcji na
zlecenie. Do wyceny kosztéow materiatéw oraz produkcji na zlecenie projektu potrzebujemy nastepujacych plikdw oraz danych wejsciowych:

1. Lista materiatowa (BOM).

Preferowane jest, aby BOM byt dostarczony formie pliku edytowalnego (arkusz kalkulacyjny), gdzie wiersze zawierajg kolejne komponenty, a kolumny szczegétowe
informacje. Ponizej przyktad unikalnych informacji jakie powinny znalez¢ sie w BOM celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji komponentéw:

Designator] | Value Footprint Description Assembly Quantity | Manufacturer :jg-lubf:;:turer FE ?uppller Supplier Part Number 1 ;uppller
i i 0 ii-

Cs8 15pF 201 gg\rfm'c Capaditor COG, NPD 0201, £5% | gy 1 Walsin 0201N150J250CT E'ei’: 1292-1138-1-ND
i i 0 ini-

62 150pF 201 g;[f‘m'c Capaditor COG, NPD 0201, 5% | gyr 1 Murata GRM0335C1E151JA01D E‘e%' 1292-1138-1-ND

L7 2.2pH 1212 Ferrite Inductor, Shielded, 1,54, 72mOhm | SMT 1 Taiyo Yuden | NR3015T2R2M Egi_ 587-1648-1-ND Farnell

P7 Pin List 1x8 LIST_1x8_SMD | Pin List 1x8, 2.54mm (100mil}, SMD :'Iootunted 0 W-CON 1125-110850M116R2 Cabecon | 1125-1108S0M116R2 Samtec

P13, P15, | Pin Header . .

P17 8 HDR_2x8 Pin Header 2x8, 2.54mm (100mil) THT 1

Bag R o )
Bag_1 antistatic Antistatic bag with ZipLock 100x100mm Mechanical 1

2. Plik Pick and Place (PnP).

Preferujemy, aby plik PnP by dostarczony w formacie CSV, TXT zawierajgcy dane na temat pozycjonowania elementéw SMD na ptycie PCB.

Designator B/T Center-X(mm) Center-Y({mm) Rotation
C54 T 48.5902 19.8120 180
C14 T 50.4952 15.0876 360
C55 T 44.5770 19.8120 180
R36 T 57.0214 48.4282 180
R35 T 57.0214 47.3614 180
R34 B 57.0214 46.2946 180
R33 B 57.0214 45.2278 180
C47 B 53.5176 43.8854 360




3.Dokumentacja PCB

Dokumentacja PCB powinna zostac przestana w postaci plikdw Gerber w formacie RS-274X, wraz z plikami wiercen (drill) dla pojedynczej ptytki. W przypadku, gdy
przedmiotem ustugi jest montaz powierzchniowy, pliki Gerber powinny zawieraé warstwe pasty, ktdra zostanie wykorzystana do produkcji szablonu pasty. Panelizacja PCB
wykonywana jest przez InterPhone Service. W przypadku, gdy PCB jest powierzone przez Zamawiajgcego, wymiary panelu oraz utozenie PCB nalezy wczesniej skonsultowad
z InterPhone Service oraz dostarczyé pliki Gerber dla ztozonego panelu.

Do poprawnego wykonania ptyt PCB wymagane sg nastepujgce informacje:

-rodzaj laminatu, -kolor soldermaski,
-ilo$¢ warstw, -finalna grubos¢ miedszi,
-grubos¢ laminatu, -stack-up,

-rodzaj pokrycia, -kolor opisu.

4. Rysunki montazowe.

Rysunki montazowe powinny zawierac:

-warstwe obrysu komponentéw SMD z desygnatorami elementdéw po stronie TOP/BOTTOM,
-warstwe obrysu komponentéw THT z desygnatorami elementéw THT po stronie TOP/BOTTOM,
-oznaczenia identyfikujgce polaryzacje komponentu (o ile ma zastosowanie),

-uwagi dotyczace specjalnych wymagan montazu (np. montaz na dystansie, itp.),

-izometria wyrobu (o ile ma zastosowanie).

5. Schemat elektryczny.
Prosimy, aby schemat elektryczny zostat dostarczony w formie pliku PDF.

6. Serializacja.
W przypadku, gdy zlecajacy wymaga znakowania produktéw wymagamy dostarczenia dokumentacji zawierajgcej serializacje. W drodze ustalen z zamawiajgcym mozemy
znakowac produktu Laserowo lub etykietowac.

7. Test X-Ray.
Na zyczenie zlecajgcego wykonujemy test X-Ray zmontowanego obwodu po dwczesnym dostarczeniu projektu PCB w formacie ODB++.

8. Aplikacja powtoki ochronne;.

W przypadku, gdy zakres oferty obejmuje proces lakierowania, konieczne jest wskazanie oczekiwanego obszaru lakierowania z uwzglednieniem elementdw, ktore nalezy
omingé. Od krawedzi PCB, ztaczy, otwordw montazowych i obszaréw zabronionych zostanie zastosowany margines 3mm, stanowigcy obszar rozptywu lakieru. Obszar ten
moze nie zostac¢ pokryty lakierem w 100%. Powtoki ochronne wykonujemy lakierem akrylowym Electrolube APL



9. Aplikacja zywicy (potting).

W przypadku, gdy zakres oferty obejmuje proces zalewania zywicg, konieczne jest wskazanie oczekiwanego obszaru aplikacji. Zalewanie wykonujemy materiatem Elan-tron®
PU 501LR/PH 3.

10. Testy ICT, FCT, EOL
W przypadku, gdy zakres oferty obejmuje proces testéw ICT, FCT lub EOL konieczne jest dostarczenie oprogramowania, instrukcji programowania/testowania oraz
informacji o wykorzystywanym testerze/programatorze. InterPhone Service moze takze w drodze ustalen z klientem przygotowad stacje oraz oprogramowanie testujgce.

11. Sample produktu/fotografie.
Dobrg praktyka jest dostarczenie przez zamawiajgcego wzoru urzadzenia lub zdje¢ do wgladu

12. Pakowanie.
Istotne jest dostarczenie specyfikacji pakowania danego produktu. Jesli zamawiajacy nie posiada specyfikacji pakowania, w drodze ustalen proponujemy dogodng forme
pakowania wyrobdw.

13. Kontrola Jakosci.
Prosimy o dostarczenie niezbedniej dokumentacji dla komponentdéw i wyrobu w oceny jakosciowe] detali jak i produktu.

14. Komponenty powierzone.

Komponenty powinny by¢ dostarczone na rolkach, tackach oraz sporadycznie w tubach po éwczesnych konsultacjach z InterPhone Service. Komponenty powinny by¢
dostarczone z zachowaniem rezerwy na spad procesowy. W przypadku, gdy zamawiajgcy dostarcza komponenty SMD nieprzystosowane do montazu automatycznego (tzw.
pakowanych ,luzem”), koniecznym moze by¢ wykonanie dedykowanych tacek montazowych. Tacki sg elementem dodatkowo ptatnym a ich ilo$¢ uzalezniona jest od
wielkosci zleconej serii produkcyjnej. Dostarczenie komponentdw nie spetniajgcych powyzszych wytycznych spowodowaé moze opdznienia termindw produkcji, zmiany
ceny zawartej w pierwotnej ofercie.

15. Montaz.

InterPhone Service wykonuje montaz komponentéw zgodnie z normg IPC-A-610F. Montaz odbywa sie wedtug klasy Il. W przypadku, gdy zlecajacy wymaga wykonania
obwoddéw drukowanych bgdZz montazu w zgodzie z klasg Il IPC, musimy o tym wiedzie¢ juz na etapie wyceny. Montaz wykonany zostanie zgodnie z ustalonym zakresem
potwierdzonym przez zamawiajgcego.



